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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Laserdi-
ode mit hoher Effizienz und hoher Augensicherheit.
[0002] Invielen Anwendungsgebieten, beispielsweise
der Kosmetik (Haarentfernung), der Beleuchtung oder
der Datenilibertragung werden effiziente Lichtquellen
nachgefragt, die jedoch eine hohe Augensicherheit auf-
weisen missen, um gesundheitliche Schaden durch un-
gewolltes Einstrahlen in das menschliche Auge sicher
ausschlieRen zu kénnen.

[0003] In den genannten Anwendungsgebieten wer-
den beispielsweise Blitzlampen oder Super-Lumines-
zenzdioden eingesetzt, die jedoch einen geringen Wir-
kungsgrad aufweisen. Zwar haben Laserdioden einen
hohen Wirkungsgrad, jedoch eine fur viele Anwendung
zu geringe Augensicherheit. Zur Uberwindung der ge-
nannten Nachteile ist es aus US 7,118,563 B2 bekannt,
Laserdioden mit hohem Wirkungsgrad zur Erhéhung der
Augensicherheit mit konkaven Linsen oder Diffusoren zu
kombinieren. Zwar kann dadurch die Augensicherheit er-
héht werden, jedoch wird der Wirkungsgrad nachteilhaf-
terweise reduziert. Weiterhin nachteilig sind erh&hte
Kosten und eine komplizierte Montage.

[0004] Aus EP1460741A1 ist ein Halbleiterbauele-
ment mit den Merkmalen des Oberbegriffs des An-
spruchs 1 bekannt.

[0005] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Lichtquelle mit gleichzeitig hohem Wirkungs-
grad und hoher Augensicherheit anzugeben. Dariber hi-
naus soll die erfindungsgemaRe Lichtquelle preiswert
herstellbar und einfach montierbar sein. Diese Aufgaben
werden erfindungsgeman durch die Merkmale des Pa-
tentanspruchs 1 geldst. ZweckmaRige Ausgestaltungen
der Erfindung sind in den Unteranspriichen enthalten.
[0006] Die Idee der Erfindung besteht darin, die verti-
kale und/oder laterale Wellenfuhrung in einer Laserdiode
derart zu gestalten, dass entlang der vertikalen Richtung
(fast axis) und/oder der lateralen Richtung (slow axis) die
Fernfelddivergenz (95%-Winkel) mehr als 50°, bevor-
zugter mehr als 70° betragt. Vorzugsweise wird die La-
serdiode derart ausgebildet, dass die Fernfelddivergenz
sowohl entlang der vertikalen Richtung als auch der la-
teralen Richtung mehr als 50°, bevorzugter mehr als 70°
betragt.

[0007] Dadurch kann in Abhangigkeit von der Laser-
leistung in einem gewissen Abstand Augensicherheit oh-
ne zusatzlichen Aufwand (Linsen, Diffusoren) gewahr-
leistet werden. Als Fernfelddivergenz wird derjenige ver-
tikale und/oder laterale Winkel in einer Entfernung von
der Austrittsfacette von gréRer als 1 mm verstanden, in-
nerhalb dessen 95% der Strahlungsleistung einge-
schlossen sind bzw. abgestrahlt werden.

[0008] Das erfindungsgemale optoelektronische
Halbleiterbauelement (Laserdiode) weist eine aktive
Schicht auf, die zur Strahlungserzeugung geeignet ist,
wobeieine erste Wellenleiterschicht auf einer ersten Sei-
te der aktiven Schicht angeordnet, eine erste Mantel-
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schicht auf der ersten Wellenleiterschicht angeordnet,
eine zweite Wellenleiterschicht auf einer zweiten Seite
der aktiven Schicht angeordnet, und eine zweite Mantel-
schicht auf der zweiten Wellenleiterschicht angeordnet
sind, wobei sich die erste Seite und die zweite Seite in
Bezug auf die aktive Schicht gegentiberliegen, wobei ei-
ne Reflexionsfacette zur Reflexion der von der aktiven
Schicht emittierten Strahlung und eine Austrittsfacette
zur partiellen Reflexion und partiellen Auskopplung der
von der aktiven Schicht emittierten Strahlung vorgese-
hen sind, wobei die Reflexionsfacette und die Austritts-
facette jeweils im Randbereich der aktiven Schicht an-
geordnet sind und wobei sich die Reflexionsfacette und
die Austrittsfacette in Bezug auf die aktive Schicht ge-
genlberliegen, wobei die aktive Schicht, die erste Man-
telschicht, die erste Wellenleiterschicht, die zweite Wel-
lenleiterschicht und die zweite Mantelschicht erfindungs-
gemal zur Erhéhung der vertikalen Fernfelddivergenz
derart ausgebildet sind, dass die Bedingungen 0,01 pm
<dyL £1,0 pm und An > 0,04 erflillt sind, wobei d,, die
Summe der Schichtdicke der ersten Wellenleiterschicht,
der Schichtdicke der aktiven Schicht und der Schichtdi-
cke der zweiten Wellenleiterschicht ist, und An ein Ma-
ximum der Brechzahldifferenz zwischen der ersten Man-
telschicht und der ersten Wellenleiterschicht und der
Brechzahldifferenz zwischen der zweiten Wellenleiter-
schicht und der zweiten Mantelschicht ist.

[0009] Es wurde gefunden, dass die (vertikale) Fern-
felddivergenz bei einem (vertikalen) Schichtaufbau gré-
Rer als 70° und somit die emittierte Strahlung augensi-
cher im Sinne der vorliegenden Erfindung ist, wenn die
Summe der Schichtdicken der Wellenleiter und der akti-
ven Schicht geeignet gewahlt wird und weiterhin der (ma-
ximale) Brechzahlunterschied zwischen Wellenleiter-
schichten und zugehdrigen Mantelschichten einen ge-
wissen Wert iberschreiten. Herkdmmliche Designs von
Laserdioden zielen darauf ab, die (vertikale und laterale)
Fernfelddivergenz méglichst gering zu halten, umdie La-
serstrahlung gut fokussieren zu kénnen. Entgegen der
iblichen Herangehensweise wurde gefunden, dass eine
Laserdiode mit einer hohen (vertikalen) Fernfelddiver-
genz (groRer als 50°, bevorzugter gréfRer 70°) sowohl
eine hohen Wirkungsgrad als auch eine hohe Augensi-
cherheit bietet. Daher ist die erfindungsgeméaRe Laser-
diode besonders fiir Anwendungen geeignet, bei denen
einerseits ein hoher Wirkungsgrad und andererseits eine
hohe Augensicherheit erforderlich sind, beispielsweise
bei kosmetischen Behandlungen.

[0010] Vorzugsweise sind die erste Mantelschicht, die
erste Wellenleiterschicht, die zweite Wellenleiterschicht
und die zweite Mantelschicht derart ausgebildet sind,
dass die Bedingung An > 0,1, noch bevorzugter An >
0,15, noch bevorzugter An > 0,20, noch bevorzugter An
> 0,25 und noch bevorzugter An > 0,30 erfilllt ist. Durch
einen hoheren Brechzahlunterschied zwischen Wellen-
leiterschicht und Mantelschicht kann die (vertikale) Fern-
felddivergenz erfindungsgemaR weiter erhdht werden.
Vorzugsweise sind die Brechzahlen von erster Wellen-
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leiterschicht und zweiter Wellenleiterschicht gleich. Vor-
zugsweise sind die Brechzahlen von erster Mantel-
schicht und zweiter Mantelschicht gleich. Die Brechzahl
bezieht sich auf die Zentralwellenlange der von der ak-
tiven Schicht emittierten Strahlung. Die Zentralwellen-
lange der von der aktiven Schicht emittierten Strahlung
liegt vorzugsweise zwischen 380 nm und 10 pm, bevor-
zugter zwischen 380 und 2000 nm.

[0011] Vorzugsweise sind die erste Wellenleiter-
schicht, die aktive Schicht und die zweite Wellenleiter-
schicht derart ausgebildet sind, dass die Bedingung 0,01
pm<d, <0,75 pm, bevorzugter 0,01 pm <d,, <0,5
pm und noch bevorzugter 0,01 um <d,,; <0,3 pm erfillt
ist. Die oben genannten Werte fiir d,,_sind vorzugsweise
fir einen (Haarentfernungs-)Laser geeignet, der bei
800nm emittiert.

[0012] Die Schichtdickengrenzen flr Strukturen mit ei-
ner anderen Emissionswellenlange skalieren jeweils mit
der internen Wellenlange des Materials. Es wurde ge-
funden, dass die (vertikale) Fernfelddivergenz und damit
Augensicherheit insbesondere fiir die angegebenen Be-
reiche weiter erhdht werden kann.

[0013] Vorzugsweise erstreckt sich die aktive Schicht
liber den gesamten Bereich zwischen der Reflexionsfa-
cette und der Austrittsfacette. Vorzugsweise kontaktiert
die aktive Schicht sowohl die Reflexionsfacette als auch
die Austrittsfacette direkt.

[0014] Zur weiteren Erhdhung der lateralen Fernfeld-
divergenz wird ein Rippenwellenleiter vorgesehen,
wobei der Rippenwellenleiter mit einem effektiven Index-
sprung Angs > 0,06, bevorzugt mit einem effektiven In-
dexsprung Angg > 0,10 ausgebildet ist. Der effektive In-
dexsprung ist die Differenz des effektiven Brechungsin-
dexes im Bereich des Rippenwellenleiters und des ef-
fektiven Brechungsindexes im Bereich neben dem Rip-
penwellenleiter. Die sogenannte effektive Indexmethode
zur Bestimmung des effektiven Brechungsindexes ist
beispielsweise aus Coldren und Corzine, "Diode lasers
and photonic integrated circuits" Wiley-Interscience,
New York, 1995, S. 428-440, Appendix 3 ("Introduction
to Optical Waveguide in Simple Double-Heterostruc-
tures") bekannt.

[0015] Vorzugsweise weist die erfindungsgemale La-
serdiode sowohl einen Rippenwellenleiter mit einem ef-
fektiven Indexsprung Angg > 0,06, bevorzugt mit einem
effektiven Indexsprung Angg > 0,10 als auch Schichten
(Mantelschichten, Wellenleiterschichten und aktive
Schicht) mit den Bedingungen 0,01 pm <d,; <1,0 pm
und An > 0,04 auf (vorzugsweise bei einer Emissions-
wellenlange des Lasers von 800nm - fir Anwendungen
mit A = 800nm wird dyy, vorzugsweise mit der internen
Wellenlange im Material skaliert). Ein entsprechender ef-
fektiver Indexsprung Ang kann durch diverse Techniken
realisiert werden, z.B. Atzen und Uberwachsen, Eindif-
fundierung, Implantation oder Rippenwellenleitertechni-
ken.

[0016] Als bevorzugte Ausflihrungsvariante wird die
Nutzung eines Rippenwellenleiters naher erlautert, je-
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doch ist die vorliegende Erfindung darauf nicht be-
schrankt.

[0017] Vorzugsweise ist der Rippenwellenleiter durch
(zwei) Graben ausgebildet, welche in die zweite Wellen-
leiterschicht und die zweite Mantelschicht (und ggf. dar-
iber liegende Schichten) eingebracht (vorzugsweise ge-
atzt) sind, wobei die Tiefe der Graben derart ausgebildet
ist, dass ein minimaler Abstand zwischen der der zweiten
Wellenleiterschicht zugewandten Seite der aktiven
Schicht und der der aktiven Schicht zugewandten Seite
der Graben gréRer als 100 nm ist. Mit anderen Worten
wird der vom Substrat aus oben liegende Wellenleiter
vorzugsweise mdglichst tief gedtzt, wobei nicht in die ak-
tive Schicht durchgeatzt werden soll. Dadurch wird die
Zuverlassigkeit des Bauelements erhéht. Besonders be-
vorzugt wird ein oben liegender, asymmetrischer (vor-
zugsweise p-) Wellenleiter verwendet, der im Vergleich
zum anderen (n-)Wellenleiter eine grofRe Dicke aufweist.
Das hat einerseits den Vorteil, dass der oben liegende
Wellenleiter sehr tief geatzt werden kann (sehr tiefe Gra-
ben), ohne die aktive Schicht durchzuétzen, wodurch ein
hoher effektiver Indexsprung, also eine hohe laterale
Fernfelddivergenz erreicht werden kann. Andererseits
kann durch die Asymmetrie eine hohe Zuverlassigkeit
dadurch erreicht werden, weil nur ein geringer Teil der
Strahlungsleistung in der aktiven Schicht liegt, wodurch
ein COMD (catastrophal optical mirror damage) trotz ho-
her Leistung verhindert werden kann.

[0018] Vorzugsweise sind die erste Mantelschicht und
die erste Wellenleiterschicht n-leitend und die zweite
Wellenleiterschicht und die zweite Mantelschicht p-lei-
tend ausgebildet. Vorzugsweise sind die erste Wellen-
leiterschicht, die aktive Schicht und die zweite Wellen-
leiterschicht derart ausgebildet, dass das Verhaltnis zwi-
schen der Schichtdicke der zweiten Wellenleiterschicht
einerseits und der Summe der Schichtdicke der ersten
Wellenleiterschicht, der Schichtdicke der aktiven Schicht
und der Schichtdicke der zweiten Wellenleiterschicht an-
dererseits groRer als 0,45, bevorzugter gréRer 0,5, noch
bevorzugter gréRer 0,55, noch bevorzugter gréer 0,60,
noch bevorzugter bevorzugt gréRer 0,65, noch bevor-
zugter grofer 0,70, noch bevorzugter groRer 0,75, noch
bevorzugter gréRRer 0,80, noch bevorzugter gréRer 0,85
und noch bevorzugter gréRer 0,9 ist. Es wurde gefunden,
dass ein grofkes Verhaltnis der (vorzugsweise p-) Wel-
lenleiterdicke zur Gesamtdicke von aktiver Schicht und
Wellenleitern zu einem groRen effektiven Indexsprung
Ang und entsprechend zu einer grolRen lateralen Fern-
felddivergenz fhrt.

[0019] Vorzugsweise werden die Graben nah an die
aktive Schicht herangefiihrt, ohne die aktive Schicht je-
doch zu durchdringen. Vorzugsweise ist ein minimaler
Abstand zwischen der der zweite Wellenleiterschicht zu-
gewandten Seite der aktiven Schicht und der der aktiven
Schicht zugewandten Seite der Graben kleiner als 500
nm, bevorzugter kleiner als 250 nm.

[0020] Die richtige Auswahl der Breite des Rippenwel-
lenleiters ist ein Gleichgewicht zwischen diverse Effek-
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ten. Erstens haben praktikabel herstellbare Rippenwel-
lenleiter eine Breite, die aufgrund von Prozesstoleranzen
im Bereich > 1u.m liegt. Breite Rippenwellenleiter fihren
mehr als eine laterale Mode. Moden héherer Ordnung
haben breitere laterale Winkel und sind fir eine hohe
Augensicherheit und groRe Beleuchtungsvolumen be-
vorzugt. Jedoch spielt nicht jede Obermode eine Rolle
im Laserbetrieb, typisch nur die ersten paar Moden.
Strukturen mit sehr groRen Rippenwellenleiterbreiten >>
50pm erzeugen viele Obermoden, jedoch haben die ers-
ten paar Moden, die eine entscheidende Rolle im Laser-
betrieb spielen, relativ schmale Ausgangswinkel. Mitden
vorgenannten vertikalen Schichtdicken erhalt man eine
bevorzugte laterale Fernfelddivergenz, d.h. die Laserdi-
oden mit lateralen Ausgangswinkeln in Bereich > 70°
(FF95%, Fernfelddivergenz, in der 95% der Strahlungs-
energie eingeschlossen sind).

[0021] Bevorzugte Breiten des Rippenwellenleiters
sind d, = 1-20pm, noch bevorzugter d,; = 2-10pum
und noch bevorzugter d,e = 3-7um. Fur Anwendungen
mit L =800nm ist es bevorzugt, die Breite mitder internen
Wellenlange im Material zu skalieren.

[0022] Vorzugsweise weist das Bauelement weder ei-
nen Diffusor noch eine konkave Linse auf. Vorzugsweise
weisen alle Schichten (insbesondere aktive Schicht,
Wellenleiterschichten und Mantelschichten) eine relativ
uniforme Schichtdicke Uber ihre Gesamterstreckung auf,
wobei das Verhaltnis von maximaler Schichtdicke zu mi-
nimaler Schichtdicke kleiner als 2 ist. Vorzugsweise wei-
sen alle Schichten (insbesondere aktive Schicht, Wel-
lenleiterschichten und Mantelschichten) eine uniforme
Schichtdicke auf.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0023] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausfuhrungsbeispielen naher erldutert. Es zeigen:

Fig. 1A die erfindungsgemafe Laserdiode in sche-
matischer perspektivischer Darstellung,

Fig. 1B die erfindungsgemale Laserdiode aus Fig. 1
Ain schematischer geschnittener Darstellung
entlang einer Achse quer zur Lichtausbrei-
tungsrichtung,

Fig. 1C  die erfindungsgemale Laserdiode aus Fig. 1
Ainschematischer geschnittener Darstellung
entlang einer Achse parallel zur Lichtausbrei-
tungsrichtung,

Fig. 2 die Abhangigkeitder vertikalen Fernfelddiver-
genzdererfindungsgemalen Laserdiode von
der Gesamtdicke der Wellenleiterschichten
inklusive aktiver Schicht einerseits und der
Brechzahldifferenz zwischen Wellenleiter-
schichten und Mantelschichten andererseits,
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Fig. 3 die Brechzahlverteilung entlang der Schich-
ten der erfindungsgemaRen Laserdiode mit
symmetrischen Wellenleiterschichten sowie
die dazugehdrige vertikale Verteilung der Mo-
denintensitat in der erfindungsgemafRen La-
serdiode,

Fig. 4 die Brechzahlverteilung entlang der Schich-
ten der erfindungsgemaRen Laserdiode mit
asymmetrischen Wellenleiterschichten sowie
die dazugehdrige vertikalen Verteilung der
Modenintensitat in der erfindungsgemafiien
Laserdiode,

Fig. 5 die Abhangigkeit der in der aktiven Schicht
anteiligen Strahlungsenergie in Bezug auf die
Gesamtstrahlungsenergie vom Verhaltnis
der p-Wellenleiterschichtdicke zur der Ge-
samtdicke der Wellenleiterschichten inklusi-
ve aktiver Schicht einerseits und die Abh&n-
gigkeit des Verhaltnisses von Schichtdicke
der aktiven Schicht zur in der aktiven Schicht
anteiligen Strahlungsenergie vom Verhaltnis
der p-Wellenleiterschichtdicke zur der Ge-
samtdicke der Wellenleiterschichten inklusi-
ve aktiver Schicht andererseits,

Fig. 6 eine bevorzugte Ausfiihrungsvariante einer
erfindungsgemaflen Laserdiode mit Rippen-
wellenleiter in schematischer geschnittener
Darstellung,

Fig. 7 die Abhangigkeit des effektiven Indexsprungs
Angg vom Verhdltnis der p-Wellenleiter-
schichtdicke zur Gesamtdicke der Wellenlei-
terschichten inklusive aktiver Schicht, und
Fig. 8 die Abhangigkeit der vertikalen Fernfelddiver-
genz vom effektiven Indexsprung Angg einer-
seits und von der Breite des Rippenwellenlei-
ters andererseits.

Ausflhrliche Beschreibung der Zeichnungen

[0024] Fig. 1A-1C zeigen die erfindungsgemale La-
serdiode in perspektivischer und geschnittener Darstel-
lung.

[0025] Die erfindungsgemaRe Laserdiode weist einen

vertikalen Schichtaufbau mit einem Substrat 28, einer
darauf angeordneten, ersten n-leitenden Mantelschicht
14, einer darauf angeordneten, ersten n-leitenden Wel-
lenleiterschicht 12, einer darauf angeordneten aktiven
Schicht 10, einer darauf angeordneten, zweiten p-leiten-
den Wellenleiterschicht 16 und einer darauf angeordne-
ten, zweiten p-leitenden Mantelschicht 18 auf.

[0026] Weiterhin weist die erfindungsgemafie Laser-
diode an den seitlichen, gegeniberliegenden Enden eine
Reflexionsfacette 20 mit einer hohen Reflektivitat fur die
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Zentralwellenlange der von der aktiven Schicht 10 emit-
tieren Strahlung und eine Austrittsfacette 22 mit einer
Reflektivitat, die eine Auskopplung der Strahlung ermdég-
licht, auf. Die Reflektivitdt der Reflexionsfacette 20 be-
tragt vorzugsweise gréer 0,8, noch bevorzugter groRRer
0,9 und noch bevorzugter gréRer 0,99. Die Reflektivitat
der Austrittsfacette 22 ist kleiner als die Reflektivitét der
Reflexionsfacette 20.

[0027] Weiterhin weist die erfindungsgemaie Laser-
diode Kontakte 30 und 32 zur Injektion von Ladungstra-
gern auf. Durch die so gebildete Struktur kénnen La-
dungstrager einer ersten Polaritatjeweils iber den ersten
Kontakt 30, die erste Mantelschicht 14 (hier vorzugswei-
se n-leitend) und die erste Wellenleiterschicht 12 (hier
vorzugsweise n-leitend) in die aktive Schicht 10 und La-
dungstrager der entgegengesetzten Polaritdt jeweils
(iber den zweiten Kontakt 32, die zweite Mantelschicht
18 (hier vorzugsweise p-leitend) und die zweite Wellen-
leiterschicht 16 (hier vorzugsweise p-leitend) ebenfalls
in die aktive Schicht 10 gelangen und dortrekombinieren,
wodurch eine Emission hervorgerufen wird. Die Facetten
20 und 22 bilden eine Kavitat, so dass ein Laserbetrieb
erreicht werden kann.

[0028] Die konkrete Struktur des in den Fig. 1A-1C ge-
zeigten, bevorzugten Ausfiihrungsbeispiels ist ein Dio-
denlaser mit einer aktiven Schicht 10 mit einer Emissi-
onswellenldnge bei 808nm, hergestellt aus AlGaAs, mit
einem GaAsP Einzelquantentrog. Mantel- und Wellen-
leiterschichten 12, 14, 16, 18 sind aus Al(x)Ga(1-x)As
hergestellt. Fir den Wellenleiter 12, 16 ist x in Al(x)Ga(1-
x)As bevorzugt zwischen 85% und 20%, noch bevorzug-
ter zwischen 70%-25% noch und bevorzugter zwischen
50%-30%.

[0029] Um das An-Ziel zu erfilllen, ist x fir die Mantel-
schichten 14, 18 in Al(x)Ga(1-x)As bevorzugt > +5% ver-
glichen mitder Aluminium-Gehaltder Wellenleiterschich-
ten 12, 16, noch bevorzugter > +10%, noch bevorzugter
> +25% und noch bevorzugter > +50% (jedoch maximal
100%). Die Dicke des Wellenleiters 24 ist bevorzugt
0,01-1,0 uwm; noch bevorzugter 0,05-0,7.m und noch be-
vorzugter 0,1-0,5um. Das Verhaltnis der Dicke des obe-
ren Wellenleiters 16 (hier p-dotiert) zur Dicke des unteren
Wellenleiters 12 (hier n-dotiert) ist bevorzugt > 65%, be-
vorzugter > 75% und noch bevorzugter > 85%. Die Atz-
tiefe des Rippenwellenleiters 24 istbevorzugt so gewahlt,
dass der geatzte Bereich 100nm von der aktiven Schicht
10 (entlang einer vertikalen Achse) entferntist. Die Breite
des Rippenwellenleiters 24 ist bevorzugt 1-20p.m, bevor-
zugter 2-10pm und noch bevorzugter 3-7pm.

[0030] Fig. 2 zeigt die Abhangigkeit der vertikalen
Fernfelddivergenz (VFF95%, vertikale Fernfelddiver-
genz, in der 95% der vertikalen Strahlungsenergie ein-
geschlossen sind) der Laserdiode der Fig. 1 von der Ge-
samtdicke d,, , die sich aus der Summe der ersten Wel-
lenleiterschicht 12, der aktiven Schicht 10 und der zweite
Wellenleiterschicht 16 ergibt. Die Abhangigkeit ist fiir un-
terschiedliche Brechzahldifferenzen An zwischen erster
Mantelschicht 14 und erster Wellenleiterschicht 12 dar-
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gestellt. Im vorliegenden Ausfiihrungsbeispiel ist die
Brechzahldifferenz An zwischen erster Mantelschicht 14
und erster Wellenleiterschicht 12 gleich Brechzahldiffe-
renz zwischen zweiter Mantelschicht 18 und zweiter Wel-
lenleiterschicht 16. Es ist zu erkennen, dass eine ausrei-
chend hohe vertikale Fernfelddivergenzfiir eine Gesamt-
dicke d,; zwischen 0,01 um <d,; < 1,0 pm und eine
Brechzahldifferenz fir An (bzw. An) > 0,04 (bzw. An) er-
reicht werden kann. Besonders hohe vertikale Fernfeld-
divergenzen lassen sich fir eine Gesamtdicke d,,; zwi-
schen 0,01 pm <d,, <0,5 pm und eine Brechzahldiffe-
renz fur An (bzw. An) > 0,2 erreichen.

[0031] Fig. 3 zeigt die Brechzahlverteilung (Brechzahl
n) entlang der Schichten 10, 12, 14, 16 und 18 entlang
einer vertikalen Achse mit symmetrischen Wellenleiter-
schichten (Schichtdicke 12 = Schichtdicke 16) sowie die
dazugehdorige vertikale Verteilung der Modenintensitat |
Die genaue vertikale Position (Tiefe) der einzelnen
Schichten 10, 12, 14, 16 und 18 entlang der vertikalen
Achse ist mit t bezeichnet. Weiterhin zeigt Fig. 3 zeigt
die Brechzahldifferenz (An) zwischen den Schichten 12
und 14 sowie 16 und 18 und die Gesamtdicke d,, .
[0032] Fig. 4 zeigt wie Fig. 3 die Brechzahlverteilung
sowie die dazugehdrige vertikale Verteilung der Moden-
intensitat | fir asymmetrische Wellenleiterschichten, bei
denen die Dicke der ersten Wellenleiterschicht 12 deut-
lich kleiner als die Dicke der zweiten Wellenleiterschicht
16 ist. Wie aus Fig. 4 ersichtlich ist, kann dadurch der
Energieanteil in der aktiven Schicht 10 deutlich reduziert
werden, wodurch vorteilhafterweise ein COMD trotz ho-
her Leistung der Laserdiode verhindert werden kann.
[0033] Fig. 5 zeigt einerseits die Abhangigkeit der in
der aktiven Schicht 10 anteiligen Strahlungsenergie
I'weLL in Bezug auf die Gesamtstrahlungsenergie vom
Verhaltnis der p-Wellenleiterschichtdicke dp (=Schicht-
dicke der zweiten Wellenleiterschicht 16) zur der Ge-
samtdicke dg der Wellenleiterschichten 12, 16 inklusive
aktiver Schicht 10. Mit anderen Worten reprasentiert die
anteilige Strahlungsenergie I'yg das Verhéltnis von
Strahlungsenergie in der aktiven Schicht 10 zur Strah-
lungsenergie im gesamten Bauelement. Es ist aus Fig.
5 ersichtlich, dass die anteilige Strahlungsenergie I' g |
mit zunehmendem Verhaltnis dp/ dg sinkt. Daruber hin-
aus zeigt Fig. 5 die Abh&ngigkeit des Verhaltnisses von
Schichtdicke d der aktiven Schicht 10 zur in der aktiven
Schicht 10 anteiligen Strahlungsenergie I'yyg vom Ver-
haltnis dp/ dg der p-Wellenleiterschichtdicke (Schichtdi-
cke von 16) zur der Gesamtdicke der Wellenleiterschich-
ten inklusive aktiver Schicht (Summe der Schichtdicken
von 12, 10, 16). Es ist aus Fig. 5 ersichtlich, dass das
Verhéltnis d/ I'yyg L mit zunehmendem Verhéltnis dp/ dg
steigt.

[0034] Fig. 6 zeigt eine bevorzugte Ausfiihrungsvari-
ante einer erfindungsgemafRen Laserdiode mit Rippen-
wellenleiter 24 in schematischer geschnittener Darstel-
lung. Durch den Rippenwellenleiter 24 wird ein lateraler
Indexsprung Angg erzeugt. Zur Bestimmung des latera-
len Indexsprungs Angg kann die sogenannte effektive In-
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dexmethode zur Bestimmung der effektiven Brechungs-
indices ngi(1) und nx(2) verwendet werden. Zur Vergro-
Rerung der lateralen Fernfelddivergenz sollen die Gra-
ben 26 mdglichst tief, jedoch zur Verbesserung der Sta-
bilitdt des Bauelements nicht in die aktive Schicht 10 ge-
atzt werden. Vorzugsweise bleibt ein Abstand zwischen
den Graben 26 und der aktiven Schicht 10 von mindes-
tens 100 nm. Die Materialien der Schichten 16 und 18
sowie die Dimension des Rippenwellenleiters 24 (und
der Graben 28) werden so gewahlt, dass einausreichend
hoher lateraler Indexsprung An ¢ und damit eine ausrei-
chend hohe laterale Fernfelddivergenz erreicht wird.
[0035] Fig. 7 zeigt die Abhangigkeit des effektiven In-
dexsprungs Angg vom Verhéltnis dp/ dg der p-Wellenlei-
terschichtdicke (Schichtdicke von 16) zur Gesamtdicke
derWellenleiterschichten inklusive aktiver Schicht (Sum-
me der Schichtdicken von 12, 10, 16). Es ist ersichtlich,
dass ein ausreichend hoher Indexsprung An bei einem
Verhaltnis dp/ dg von gréfier 0,65 (bzw. 65%) erreicht
werden kann.

[0036] Fig. 8 zeigtdie Abhangigkeit der lateralen Fern-
felddivergenz (LFF95%, laterale Fernfelddivergenz, in
der95% der lateralen Strahlungsenergie eingeschlossen
sind) vom effektiven Indexsprung An g einerseits und von
der Breite des Rippenwellenleiters 24 andererseits. Es
ist ersichtlich, dass eine ausreichend hohe laterale Fern-
felddivergenz fir Breiten des Rippenwellenleiters 24 von
kleiner 10 um, bevorzugt kleiner 5 pm und einem effek-
tiven Indexsprung Ang von gréfier 0,07 erreicht werden
kann.

Bezugszeichenliste
[0037]

10  Aktive Schicht

12 Erste Wellenleiterschicht

14 Erste Mantelschicht

16 Zweite Wellenleiterschicht

18  Zweite Mantelschicht

20 Reflexionsfacette

22  Austrittsfacette

24  Rippenwellenleiter

26  Graben

28  Substrat

30  Kontakt zur Injektion von Ladungstragern
32  Kontakt zur Injektion von Ladungstragern

Patentanspriiche

1. Optoelektronisches Halbleiterbauelement, aufwei-
send:

eine aktive Schicht (10), die zur Strahlungser-
zeugung geeignet ist, eine erste Wellenleiter-
schicht (12), die auf einer ersten Seite der akti-
ven Schicht (10) angeordnet ist, eine erste Man-
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telschicht (14), die auf der ersten Wellenleiter-
schicht (12) angeordnet ist, eine zweite Wellen-
leiterschicht (16), die auf einer zweiten Seite der
aktiven Schicht (10) angeordnet ist, und eine
zweite Mantelschicht (18), die auf der zweiten
Wellenleiterschicht (16) angeordnet ist, wobei
sichdie erste Seite und die zweite Seite in Bezug
aufdie aktive Schicht(10) gegeniberliegen, wo-
beieine Reflexionsfacette (20) zur Reflexion der
von der aktiven Schicht (10) emittierten Strah-
lung und eine Austrittsfacette (22) zur Reflexion
und Auskopplung der von der aktiven Schicht
(10) emittierten Strahlung vorgesehen sind, wo-
bei die Reflexionsfacette (20) und die Austritts-
facette (22) jeweils im Randbereich der aktiven
Schicht (10) angeordnet sind und wobei sich die
Reflexionsfacette (20) und die Austrittsfacette
(22) in Bezug auf die aktive Schicht (10) gegen-
tberliegen, sodass die Bedingung (i) erfullt ist:

(i) die aktive Schicht (10), die erste Mantel-
schicht (14), die erste Wellenleiterschicht
(12), die zweite Wellenleiterschicht (16) und
die zweite Mantelschicht (18) sind derart
ausgebildet, dass die Bedingungen

0,01 pm <d,; <1,0 pmund An > 0,04;
erflllt sind,

wobeid,, die Summe der Schichtdicke der
ersten  Wellenleiterschicht  (12), der
Schichtdicke der aktiven Schicht (10) und
der Schichtdicke der zweiten Wellenleiter-
schicht (16) ist, und An ein Maximum der
Brechzahldifferenz zwischen der ersten
Wellenleiterschicht (12) und der ersten
Mantelschicht (14) und der Brechzahldiffe-
renz zwischen der zweiten Wellenleiter-
schicht (16) und der zweiten Mantelschicht
(18) ist, dadurch gekennzeichnet, dass
die Bedingung (ii) erfullt ist:

(i) das Halbleiterbauelement weist ei-
nen Rippenwellenleiter (24) mit einem
effektiven Indexsprung Angs > 0,06 auf.

2. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

die erste Wellenleiterschicht (12), die aktive Schicht
(10) und die zweite Wellenleiterschicht (16) derart
ausgebildet sind, dass das Verhaltnis zwischen der
Schichtdicke der zweiten Wellenleiterschicht (16) ei-
nerseits und Summe der Schichtdicke der ersten
Wellenleiterschicht (12), der Schichtdicke der akti-
ven Schicht (10) und der Schichtdicke der zweiten
Wellenleiterschicht (16) andererseits groRer als 0,65
ist.

3. Halbleiterbauelement geman der alternative (ii) des
Anspruchs 1,
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dadurch gekennzeichnet, dass
der Rippenwellenleiter (24) einen effektiven Index-
sprung Angg > 0,1 aufweist.

Halbleiterbauelement nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die erste Mantelschicht (14), die erste Wellenleiter-
schicht (12), die zweite Wellenleiterschicht (16) und
die zweite Mantelschicht (18) derart ausgebildet
sind, dass die Bedingung An > 0,15 erfullt ist.

Halbleiterbauelement nach Anspruch 4,

dadurch gekennzeichnet, dass

die erste Mantelschicht (14), die erste Wellenleiter-
schicht (12), die zweite Wellenleiterschicht (16) und
die zweite Mantelschicht (18) derart ausgebildet
sind, dass die Bedingung An > 0,30 erfillt ist.

Halbleiterbauelement nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die erste Wellenleiterschicht (12), die aktive Schicht
(10) und die zweite Wellenleiterschicht (16) derart
ausgebildet sind, dass die Bedingung 0,01 pm <d,,;
< 0,75 pm erfullt ist.

Halbleiterbauelement nach Anspruch 6,

dadurch gekennzeichnet, dass

die erste Wellenleiterschicht (12), die aktive Schicht
(10) und die zweite Wellenleiterschicht (16) derart
ausgebildet sind, dass die Bedingung 0,01 pm <d,,;
< 0,5 pm erfillt ist.

Halbleiterbauelement nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

sich die aktive Schicht (10) Uber den gesamten Be-
reich zwischen der Reflexionsfacette (20) und der
Austrittsfacette (22) erstreckt, wobei die aktive
Schicht (10) die Reflexionsfacette (20) und die Aus-
trittsfacette (22) direkt kontaktiert.

Halbleiterbauelement nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die erste Wellenleiterschicht (12), die aktive Schicht
(10) und die zweite Wellenleiterschicht (16) derart
ausgebildet sind, dass das Verhaltnis zwischen der
Schichtdicke der zweiten Wellenleiterschicht (16) ei-
nerseits und Summe der Schichtdicke der ersten
Wellenleiterschicht (12), der Schichtdicke der akti-
ven Schicht (10) und der Schichtdicke der zweiten
Wellenleiterschicht (16) andererseits groRer als 0,85
ist.

Halbleiterbauelement nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche,
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1.

12.

13.

14.

15.

dadurch gekennzeichnet, dass

der Rippenwellenleiter (24) durch Graben (26), wel-
che in die zweite Wellenleiterschicht (16) und die
zweite Mantelschicht (18) eingebracht sind, ausge-
bildet ist, wobei die Tiefe Graben (26) derart ausge-
bildet ist, dass ein minimaler Abstand zwischen der
der zweite Wellenleiterschicht (16) zugewandten
Seite der aktiven Schicht (10) und der der aktiven
Schicht (10) zugewandten Seite der Graben (26)
gréRer als 100 nm ist.

Halbleiterbauelement nach Anspruch 10,

dadurch gekennzeichnet, dass

ein maximaler Abstand zwischen der der zweite Wel-
lenleiterschicht (16) zugewandten Seite der aktiven
Schicht (10) und der der aktiven Schicht (10) zuge-
wandten Seite der Graben (26) kleiner als 500 nmist.

Halbleiterbauelement nach Anspruch 11,

dadurch gekennzeichnet, dass

ein maximaler Abstand zwischen der der zweite Wel-
lenleiterschicht (16) zugewandten Seite der aktiven
Schicht (10) und der der aktiven Schicht (10) zuge-
wandten Seite der Graben (26) kleiner als 250 nmist.

Halbleiterbauelement nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Breite des Rippenwellenleiters (24) kleiner als
20 pm, bevorzugt kleiner als 10 pm ist.

Halbleiterbauelement nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die erste Mantelschicht (14) und die erste Wellenlei-
terschicht (12) n-leitend ausgebildet und die zweite
Wellenleiterschicht (16) und die zweite Mantel-
schicht (18) p-leitend ausgebildet sind.

Halbleiterbauelement nach einem der vorhergehen-
den Anspriche,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Bauelementweder einen Diffusor noch eine kon-
kave Linse aufweist.

Claims

1.

An optoelectronic semiconductor component, com-
prising:

an active layer (10) that is suitable for generating
radiation, a first waveguide layer (12) positioned
on afirst side of the active layer (10), afirst clad-
ding layer (14) positioned on the first waveguide
layer (12), a second waveguide layer (16) posi-
tioned on a second side of the active layer (10),
and a second cladding layer (18) positioned on
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the second waveguide layer (16), wherein the
first side and the second side are opposite with
respect to the active layer (10), wherein areflec-
tion facet (20) for reflecting the radiation emitted
by the active layer (10) and an emission facet
(22) for reflection and feed-out of the radiation
emitted by the active layer (10) are provided,
wherein the reflection facet (20) and the emis-
sion facet (22) are each positioned in the mar-
ginal area of the active layer (10) and wherein
the reflection facet (20) and the emission facet
(22) are positioned opposite one another with
respect to the active layer (10) such thatthe con-
dition is met:

(i) the active layer (10), the first cladding lay-
er (14), the first waveguide layer (12), the
second waveguide layer (16) and the sec-
ond cladding layer (18) are designed such
that

the conditions

0.01 wm <d,, < 1.0 pum and An > 0.04;
are met,

wherein d,, is the sum total of the layer
thickness of the first waveguide layer (12),
the layer thickness of the active layer (10)
and the layer thickness of the second
waveguide layer (16), and An is a maximum
of the refractive index difference between
the first waveguide layer (12) and the first
cladding layer (14) and the refractive index
difference between the second waveguide
layer (16) and the second cladding layer
(18), characterized in that the condition (ii)
is met:

(ii) the semiconductor component com-
prises a ridge waveguide (24) with an
effective index step Ang; > 0.06.

The semiconductor component according to Claim
1,

characterized in that

the first waveguide layer (12), the active layer (10)
and the second waveguide layer (16) are designed
such that the ratio between the layer thickness of the
second waveguide layer (16) on the one hand and
the sum total of the layer thickness of the first
waveguide layer (12), the layer thickness of the ac-
tive layer (10), and the layer thickness of the second
waveguide layer (16) on the other hand is greater
than 0.65.

The semiconductor component according to alter-
native (ii) of Claim 1,

characterized in that

the ridge waveguide (24) comprises an effective in-
dex step Angg > 0.1.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

4.

10.

The semiconductor componentaccording toany one
of the preceding claims,

characterized in that

the first cladding layer (14), the first waveguide layer
(12), the second waveguide layer (16) and the sec-
ond cladding layer (18) are designed such that the
condition An > 0.15 is met.

The semiconductor component according to Claim
4,

characterized in that

the first cladding layer (14), the first waveguide layer
(12), the second waveguide layer (16) and the sec-
ond cladding layer (18) are designed such that the
condition An > 0.30 is met.

The semiconductor componentaccordingtoanyone
of the preceding claims,

characterized in that

the first waveguide layer (12), the active layer (10)
and the second waveguide layer (16) are designed
such that the condition 0.01 pm <d,L <0.75 pm is
met.

The semiconductor component according to Claim
6,

characterized in that

the first waveguide layer (12), the active layer (10)
and the second waveguide layer (16) are designed
such that the condition 0.01 pm < d,L < 0.5 pm is
met.

The semiconductor componentaccordingtoanyone
of the preceding claims,

characterized in that

the active layer (10) extends across the entire region
between the reflection facet (20) and the emission
facet (22), wherein the active layer (10) is in direct
contactwith the reflection facet (20) and the emission
facet (22).

The semiconductor component accordingtoany one
of the preceding claims,

characterized in that

the first waveguide layer (12), the active layer (10)
and the second waveguide layer (16) are designed
such that the ratio between the layer thickness of the
second waveguide layer (16) on the one hand and
the sum total of the layer thickness of the first
waveguide layer (12), the layer thickness of the ac-
tive layer (10) and the layer thickness of the second
waveguide layer (16) on the other hand is greater
than 0.85.

The semiconductor componentaccordingtoanyone
of the preceding claims,

characterized in that

the ribbed waveguide (24) is formed by grooves (26)
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13.

14.

15.
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that are introduced into the second waveguide layer
(16) and the second cladding layer (18), wherein the
depth of the grooves (26) is such that a minimum
distance between the side of the active layer (10)
facing the second waveguide layer (10) and the side
of the grooves (26) facing the active layer (10) is
greater than 100 nm.

The semiconductor component according to Claim
10,

characterized in that

a maximum distance between the side of the active
layer (10) facing the second waveguide layer (16)
and the side of the grooves (26) facing the active
layer (10) is smaller than 500 nm.

The semiconductor component according to Claim
11,

characterized in that

a maximum distance between the side of the active
layer (10) facing the second waveguide layer (16)
and the side of the grooves (26) facing the active
layer (10) is smaller than 250 nm.

The semiconductor component according to any one
of the preceding claims,

characterized in that

the ridge waveguide (24) is less than 20 p.m in width,
preferably less than 10 pm.

The semiconductor component according to any one
of the preceding claims,

characterized in that

the first cladding layer (14) and the first waveguide
layer(12) are n-type and the second waveguide layer
(16) and the second cladding layer (18) are p-type.

The semiconductor component according to any one
of the preceding claims,

characterized in that

the component comprises neither a diffuser nor a
concave lens.

Revendications

1.

Composant semi-conducteur
comprenant :

opto-électronique,

une couche active (10), apte a générer unrayon-
nement, une premiére couche guide d’ondes
(12) disposée sur une premiére face de la cou-
che active (10), une premiére couche de recou-
vrement (14) disposée sur la premiére couche
guide d’ondes (12), une deuxi€éme couche guide
d’'ondes (16) disposée sur une deuxiéme face
de la couche active (10), et une deuxiéme cou-
che de recouvrement (18) disposée sur la
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deuxiéme couche guide d’ondes (16), ou la pre-
miere face et la deuxiéme face sont opposées
par rapport a la couche active (10), ou une fa-
cette de réflexion (20) est prévue pour le ré-
flexion du rayonnement émis par la couche ac-
tive (10) et une facette de sortie (22) est prévue
pour la réflexion et le découplage du rayonne-
mentémis par la couche active (10), ou la facette
de réflexion (20) et la facette de sortie (22) sont
disposées chacune dans la zone de bord de la
couche active (10) et ou la facette de réflexion
(20) et la facette de sortie (22) sont opposées
par rapport a la couche active (10), si bien que
la condition (i) est satisfaite :

(i) la couche active (10), la premiére couche
de recouvrement (14), la premiére couche
guide d'ondes (12), la deuxieme couche
guide d’ondes (16) et la deuxiéme couche
de recouvrement (18) sont formées de ma-
niére a satisfaire aux conditions

0,01 pm <d,, <1,0 pmetAn>0,04;

ol dy, est la somme de I'épaisseur de la
premiére couche guide d’ondes (12), de
I'épaisseur de la couche active (10) et de
I'épaisseur de la deuxiéme couche guide
d’ondes (16), et An un maximum de la dif-
férence d’indice de réfraction entre la pre-
miére couche guide d’ondes (12) et la pre-
miére couche de recouvrement (14) et de
la différence d’indice de réfraction entre la
deuxiéme couche guide d’'ondes (16) et la
deuxiéme couche de recouvrement (18),
caractérisé en ce que la condition (ii) est
satisfaite :

(ii) le composant semi-conducteur pré-
sente un guide d’ondes nervuré (24)
avec un saut d’indice effectif Angg >
0,06.

2. Composant semi-conducteur selon la revendication

1,

caractérisé en ce que

la premiére couche guide d’ondes (12), la couche
active (10) et la deuxiéme couche guide d’'ondes (16)
sont réalisées de telle maniére que le rapport entre
I'épaisseur de la deuxiéeme couche guide d'ondes
(16), d’'une part, et la somme de I'épaisseur de la
premiére couche guide d’'ondes (12), de I'épaisseur
de la couche active (10) et de I'épaisseur de la
deuxiéme couche guide d’ondes (16), d’autre part,
est supérieur a 0,65.

Composant semi-conducteur selon I'alternative (ii)
de la revendication 1,

caractérisé en ce que

le guide d’ondes nervuré (24) présente un saut d’in-
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dice effectif An > 0,1.

Composant semi-conducteur selon I'une des reven-
dications précédentes,
caractérisé en ce que
la premiére couche de recouvrement (14), la premie-
re couche guide d’'ondes (12), la deuxiéme couche
guide d’ondes (16) et la deuxiéme couche de recou-
vrement (18) sont réalisées de maniére a satisfaire
la condition An > 0,15.

Composant semi-conducteur selon la revendication
4,

caractérisé en ce que

la premiére couche de recouvrement (14), la premié-
re couche guide d’ondes (12), la deuxiéme couche
guide d’'ondes (16) et la deuxiéme couche de recou-
vrement (18) sont réalisées de maniére a satisfaire
la condition An > 0,30.

Composant semi-conducteur selon I'une des reven-
dications précédentes,

caractérisé en ce que

la premiere couche guide d’ondes (12), la couche
active (10) etladeuxiéme couche guide d’'ondes (16)
sont réalisées de maniére a satisfaire la condition
0,01 pm<d,, <0,75 pm.

Composant semi-conducteur selon la revendication
6,

caractérisé en ce que

la premiére couche guide d’ondes (12), la couche
active (10) et ladeuxieme couche guide d’ondes (16)
sont réalisées de maniére a satisfaire la condition
0,01 um < dyy <0,5 pm.

Composant semi-conducteur selon I'une des reven-
dications précédentes,

caractérisé en ce que

la couche active (10) s’étend sur toute la zone entre
la facette de réflexion (20) et la facette de sortie (22),
la couche active (10) contactant directement la fa-
cette de réflexion (20) et la facette de sortie (22).

Composant semi-conducteur selon I'une des reven-
dications précédentes,

caractérisé en ce que

la premiere couche guide d’ondes (12), la couche
active (10) etladeuxiéme couche guide d’'ondes (16)
sont réalisées de telle maniére que le rapport entre
I'épaisseur de la deuxiéme couche guide d’ondes
(16), d’'une part, et la somme de I'épaisseur de la
premiére couche guide d’ondes (12), de I'épaisseur
de la couche active (10) et de I'épaisseur de la
deuxiéme couche guide d’ondes (16), d’autre part,
est supérieur a 0,85.

10. Composant semi-conducteur selon I'une des reven-
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dications précédentes,

caractérisé en ce que

le guide d'ondes nervuré (24) est formé par des
sillons (26) creusés dans la deuxieme couche guide
d’'ondes (16) et la deuxiéme couche de recouvre-
ment(18), la profondeur des sillons (26) étant prévue
de sorte qu’un espacement minimal entre la face de
couche active (10) opposée a la deuxieme couche
guide d’'ondes (16) et laface des sillons (26) opposée
a la couche active (10) est supérieur a 100 nm.

Composant semi-conducteur selon la revendication
10,

caractérisé en ce

gqu’un espacement maximal entre la face de couche
active (10) opposée a la deuxieme couche guide
d’ondes (16) et la face des sillons (26) opposée a la
couche active (10) est inférieur a 500 nm.

Composant semi-conducteur selon la revendication
11,

caractérisé en ce qu’un espacement maximal entre
|aface de couche active (10) opposée a la deuxiéme
couche guide d’ondes (16) et la face des sillons (26)
opposée a la couche active (10) est inférieur a 250
nm.

Composant semi-conducteur selon 'une des reven-
dications précédentes,

caractérisé en ce que

|a largeur du guide d’ondes nervuré (24) est inférieu-
re & 20 pm, préférentiellement inférieure & 10 pm.

Composant semi-conducteur selon I'une des reven-
dications précédentes,

caractérisé en ce que

la premiére couche de recouvrement (14) et la pre-
miére couche guide d’'ondes (12) sont conductrices
N, et la deuxiéme couche guide d’ondes (16) et la
deuxieme couche de recouvrement (18) sont con-
ductrices P.

Composant semi-conducteur selon 'une des reven-
dications précédentes,

caractérisé en ce que

le composant ne comprend aucun diffuseur, ni aucu-
ne lentille concave.
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